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{54) Verfahren zum Fertigen von Verdrahtungstrigern mit Driihten

(55) Leiterplatte; Draht; direkte Kontaktierung

{57) Die Erfindung dient der Herstellung von
Verdrahtungstrdagern der Elektronik unter Verwendung von
Dréhten, wobei die Kontaktstellen durch die Drahte selbst
gebildet werden. Ziel der Erfindung ist ein einfaches
Verfahren zur Herstellung derartiger Verdrahtungstrédger.
Die Aufgabe besteht darin, ein Verfahren zu finden, das
das Verlegen und Halten der Drahte ermdglicht, ohne da®
eine Tragerplatte mit Durchbriichen verwendet werden
muB. Die Aufgabe wird gelost durch eine Folge von
Verfahrensschritten, bei denen die Drahte an den zu
bildenden Kontaktstellen in eine Hilfsschicht, die bei
diesem Verfahrensschritt auf einem Hilfstrédger aufliegt,
gedriickt werden, wobei eine Verformung des Drahtes
erfolgt, dann eine Tragerplatte auf die sonst auf der
Hilfsschicht verlegten Drahte geklebt wird, und nach
Abheben vom Hilfstriger die Hilfsschicht ganz oder
teilweise entfernt wird. Fig. te
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Patentanspruch:

Verfahren zum Fertigen von Verdrahtungstrigern mit Drihten, bei dem die Kontaktstellen, an die die

Bauelemente mittels Lot oder Leitkleber kontaktiert werden, durch die Driihte ohne Zwischenelemente

gebildet werden, gekennzeichnet dadurch, daf folgende Verfahrensschritte durchlaufen werden

~ Eindriicken der Dréhte an den zu bildenden Kontaktsteilen in eine auf einam Hilfstrager aufliegende
Hilfsschicht, wobei die Dréhte an den zu bildenden Kontaktstellen verformt werden, sonst aber auf
der Hilfsschiunt weitgehend aufliegen,

- Aufbringen, vorzugsweise Aufkleben einer Tragerplatte, die vorzugsweise aus Metall ist, auf die
verlegten Drahte,

~ Aushérten der Klebschicht,

—~ Abheben des Verbundes von Hilfsschicht Drahten und Platte vom Hilfstréger,

— ganzes oder teilweises Abtragen der Hilfsschicht,

~ Abisolieren der freigelegten Drahtstellen mechanisch oder mittels Lasers.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf die Herstellung von Verdrahtungstréigern &hnlich Leiterplatten in der Elektronikindustrie,

Charakteristik des bokannten Standes der Technik

Es wurde bereits vorgeschlagen {, Verfahren zur Herstellung von Verdrahtungstragern &hnlich Leiterplatten”, Aktsnzeichen...),
einen Verdrahtungstriger herzustellen durch Verlegen eines durchgehenden Drahtes in oder auf einer Klebschicht, dabei
Formen und Abisolieren der AnschluBstellen des Drahtes, der in einem Folgeschritt in Teilabschnitte zerlegt wird, wobei die
Herstellung des Kontaktes zwischen AnschluBstelle am Draht und Bauelementeanschluf durch Lotpaste oder Leitkleber
hergestellt wird.

Nachteilig an dieser vorgeschlagenen Losung ist, daB in einer der vorgeschlagenen sonst vorteilhaften Ausfiilirungsformen
Dréhte durch eine dazu zu schlitzende Tragerplatte gesteckt werden miissen. Dabei wird der Draht zwar wunschgemaf an einer
AnschluBstelle festgelegt, aber das dazu notwendige Lochen der Tréigerplatte, um Schlitze fiir das Einstecken des Drahtes zu
erzielen, erfordert einen hohen Aufwand.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist ein Verfahren zum Fertigen von Verdrahtungstrdgern mit Dréhten, das gegeniiber vorgeschlagenen
Ldsungen eine einfachere Herstellung durch weniger Verfahrensschritte und damit geringere Kosten erlaubt.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, ein Verfahren zum Fertigen von Verdrahtungstriigern mit Drihten anzugeben, bei dem
keine Trégerplatte an den AnschluBstellen zu bohren, zu lochen oder zu schlitzen ist, die Drihte aber trotzdem gehalten werden.
ErfindurigsgemaR wird diese Aufgabe wie folgt geldst:

Aufeinen nur als Zwischentréger dienenden Kérper mit glatter Oberfléche wird eine Schicht S1, die Verlegeschicht, aufge. cht,
auf der die Dréhte verlegt werden, An zu bildenden AnschluBstellen wird der Draht in die Schicht S 1 eingedriickt, die dazu
plastisch verformbar ausgelegt ist. Die Schicht S 1 hat auf der Drahtseite klebende Eigenschaften, oder diese kénnen ihr durch
ortliche Einwirkung, z.B. durch Wérme oder Uitraschall, verliehen werden, was das Festlegen des Drahtes unterstiitzt.

Sind alle Dréhte verlegt, wird auf die Dréhte ein Kleber als Schicht 2 aufgetragen, und es wird damit auf die verlegten Drihte eine
Trédgerplatte, vorzugsweise eine metallische, aufgeklebt. Nach Aushértung erfolgt das Abheben des Paketes und die Schicht 1
wird abgelost. Dabei oder anschlieBend werden die Drihte an den zu bildenden AnschluBstellen z.B. mechanisch, chemisch
oder mittels Lasers abisoliert, und auf die abisolierten Stellen wird Lotpaste oder Leitkieber aufgetragen, auf die die
Bauelementeanschliisse gesetzt werden.
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Ausfihrurigsbelspiel

Die Erfindung soll im folgenden an einem Ausfihrungsbeisplel erliutert werden,
In der zugehdrigen Zeichnung zelgen Figur 1a bis Figur 1e die schrittweise, verfahrensgemie Entstehung des
Verdrahtungstriigers,

Fig.1a:
Fig.1b:

Fig.1c:

Fig.1d:

Fig.1e:

Auf den Grundkérper K mit geschliffener Oberfliche wird die Schicht S1 aufgetragen.
Aufund in diese Schicht werden die Drihte D verlegt. Auf der Oberfléche der Schicht S 1 wird der Draht mit dieser

‘verklebt. An den zu bildenden AnschluBstellen A wird der Draht in die Schicht S 1 eingedriickt.

Nach AbschluB der Verlegung der Drihte werden diese mit einem Kleber oder einer VerguBmasse S2 dosiert bedeckt,
und auf diese VerguRmasse wird eine Trégerplatte P aufgedriickt. Durch Warmeeinwirkung oder durch Abwarten wird
das Paket bestehend aus Schicht 1 S1, Dréhten D, VerguBmasse S2 und Triigerplatte P ausgehirtet und erreicht dabei
sine hohe Festigkeit. Dieses Paket wird dann von der Grundplatte P abgehoben.

Durch anschiieBende Einwirkung von Chemikalien oder Warme wird die Schicht 1 S1 entfernt. Damit bleiben die
Drahtbucke! B stehen. Eine chemische Einwirkung kann so ausgefiihrt und dosiert sain, daR die Buckel abisoliert
werden. Damit stehen die Buckel als AnschluBstellen fiir Bauelemente zur Verfiigung.

Die Drahtbuckel B, die aus dem Kleber oder der VerguBmasse S 2 herausstehen und abisoliert sind, werden mit Lotpaste
oder Leitkleber L bedeckt, und auf dissen wird der jeweilige Bauelementeanschiufl BA dss Bauelementes BE gesetzt.
Durch anschlieBendes Léten oder Aushirten ist die Verbindung hergestelit.
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